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EDITOR'S NOTES

編者的話

農曆新年前的幾波寒流，徹底的喚醒了台灣對於冬天的回

憶，同時也讓人深刻的感受到，「冬天」原來是這麼一回

事。持續的低溫、散不去的雲層、怎麼也停不下來的陣雨，

硬是讓心理的溫度比體感溫度更低一些。

但這樣持續性的低溫其實是有好處的，或者說，這才是正常

的。因為它讓節氣更加明顯，也讓各種植物花卉都有足夠的

時間，來為接下來的生長季節做好準備。年節期間全台大開

的櫻花就是最好的證明。

這花團錦簇的風貌，再配上和煦春陽，真的是讓人感覺春意

盎然，自然也就對於接下來的一整年都有正面無比的信心。

所以更有英國詩人雪萊（Percy  Bysshe  Shelley）的詩句「If 

Winter comes, can Spring be far behind?」（如果冬天來了，春

天還會遠嗎？）

同樣處在花團錦簇之中的，是台灣的半導體業。整個過年期間，最常被問到的事，就是「台積電

和聯發科可以買嗎？」「可以。」我回答。

在花開之前，台灣的半導體業也真的是挺過了一波波的寒冬。雖然現在晶圓代工是以一枝獨秀之

姿，在整個產業界叱吒風雲。但其實台積電創辦人張忠謀還在職的時候，曾不只一次的說道：「

競爭者十分的強大。」可以想見競爭的壓力有多激烈。

另一個也陸續開花的，則是台灣的IC設計業，尤其是進入5G世代後，過往累積的產業實力將會

帶來更加的豐碩，聯發科就是最好的例子。在整個半導體產業鏈的加持之下，聯發科終於在5G

技術上取得了領先的位置，於全球5G智慧手機市場上有了十分優異的成績。

而在2021年，5G的技術與應用將會加速的擴展和深化，且廣受注目的毫米波技術也會逐步的開

始進入商用。而且不同於Sub6 GHz頻段以消費性市場為主，毫米波將會更著重在工業與商業的應

用領域上，這也意味著會帶來更好的收益。

除了這兩個指標性的企業之外，整個台灣的半導體產業也都將雨露均霑，畢竟台灣一直以來的優

勢，從來就不是一兩家很成功的公司，而是醞釀已多年的完整產業鏈，以及獨特的人文文化。

台灣半導體迎來最美的花季

南投社區盛開的櫻花

副總編輯
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洪春暉
資策會產業情報
研究所(MIC)
副所長

從CES 2021看ICT產業
發展動向（一）：5G、交通

全球消費性電子展CES受到疫情影響，2021

年改採線上型式舉辦，包含AMD、Sony、 

Samsung、LG、Verizon等近2000家廠商參與

展會。本屆主軸為呈現科技在疫情下加速創

新，應用在娛樂、家庭及交通等各領域，共

創智慧生活。本期先就CES線上展會的5G、

交通領域提出重點觀察及應用分析。

5G新階段：遠距娛樂

2020年疫情限制民眾正常生活，卻激發產

業創新求變的潛能。Verizon在CES  2021展

示一系列5G技術應用，訴求透過5G提升娛

樂體驗。例如在疫情期間民眾無法遊覽博物

館，Verizon與大都會博物館合作，透過5G

及擴增實境（AR）技術，使民眾無需進博

物館即可觀看藝術品；疫情使民眾無法進球

場觀看賽事，Verizon與國家美式足球聯盟

（NFL）合作部署5G行動服務，民眾可選擇

不同視角觀看與雙向互動，並體驗身歷其境

3D立體轉播。

相較於以往大廠著重闡述5G硬體效能，今年

更彰顯5G於各領域之實際應用，強調5G網路

或專網部署有助於數據蒐集及相互連結，以

催化5G商機。

汽車成為第二個家

隨著大廠相繼投入電動車領域，CES  2021

智慧車成為展會焦點，包含：通用汽車、 

Sony、Samsung及Mobileye等廠商皆展示各自

在智慧車研發最新技術，強調未來車不但提

供運輸功能，也是可移動辦公室或起居室。

另外，因應智慧車製造變革，未來汽車將朝

模組化生產。智慧車整合多元晶片及軟體服

務，軟體相容平台更受到重視，車廠對於供

應商「整合」與「模組化」要求不斷提高；

因此，如何發展出「適用智慧汽車產業的整

合能力」為後續關注重點。車廠除了持續精

進汽車製造外，對於未來交通運輸服務也提

供新的想像，如純電動商業物流解決方案、

個人空中運輸交通等。

CES年度重點：5G 

CES一向被視為年度科技發展之風向球。因

疫情關係，CES 2021出現不少因應疫情而生

的新產品與應用。5G仍是今年CES重點，大

廠除展示5G硬體產品（手機、筆電、汽車

等），更揭露5G在藝文、賽事、教育等遠距

新興應用。

（本文為洪春暉、許桂芬共同執筆，許桂芬

為資策會MIC資深產業分析師兼研究總監）

2021年全球消費性電子展CES改採線上形式舉辦，呈現科技在COVID-19疫情

下如何加速創新，應用在娛樂、家庭及交通等各領域，並且帶動ICT產業發展

風向。
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陳達仁
國立臺灣大學機械工程
學系與工業工程學研究
所 特聘教授

智慧財產培訓學院
(TIPA)共同主持人

國立臺灣大學計量理論
與應用研究中心 特約
研究員

由專利技術勾勒
產業/產品的技術路徑

我們常聽到或從雜誌上看到人們稱呼某些企業是

領先或領導者、而某些廠家是跟隨或落後者。這

些敘述背後，人們其實暗指這些企業或廠家所屬

的產業或開發的產品背後，應有一種技術發展的

趨勢、軌跡、或是脈絡（下稱「技術路徑」）。

領先或是跟隨與否，就是基於這樣技術路徑而來

的分野。

對於沈浸於特定產業或產品多年的技術長而言，

通常可以根據自己的觀察來判斷推測，但這樣的

作法是主觀的，常囿於個人經驗與記憶，常是片

斷的。而對相對陌生的新興產業而言，很可能根

本沒有可靠的經驗可憑賴。

掌握確實的技術路徑有助於判斷自己公司在相關

產業或產品的定位、競爭對手的定位、乃至於公

司、產業未來可能的發展方向，而觀察自己或競

爭對手經過先後時點的定位的變化，也可以反映

出其的經營、研發的績效等。這些對於研發上的

決策都是重要的情報。

專利分析可以以一種客觀、量化的方式勾勒出專

利的技術路徑。技術路徑的勾勒主要採用的是專

利與專利之間的引用（citation）關係。專利引

用是一個重要的而且特殊的專利數據。它的特殊

來自它是專利在申請的過程中，主要是經由審查

人員，在經過閱讀、理解一專利申請案的技術

內涵後，所決定的和該申請案採取類似的技術手

段、解決類似的問題、或應用於類似的對象環境

的其他相關專利。原本獨立、分散的個別專利，

經由引用關係的關聯後，就可以被關聯、組織起

來。如果進一步把這些關聯起來的專利依照它們

的時間先後排列，再透過一些演算法的檢選，就

可以發掘、呈現出這些專利演進的脈絡出來。

例如下圖左是作者收集了有關「生物晶片」

（biochip）這一領域的美國發明專利，然後根

據它們之間的引用關係所勾勒出的技術路徑。其

呈現出這個領域早期的相關技術頗為龐雜（圖中

傘狀的部分），似乎直到特定技術出現後開始收

斂、演化出單一的演進脈絡。經查該技術的專利

是2000申請、2002年公告，其正出現在生物晶

片申請的高峰（2001年）階段。換言之，生物

晶片技術在高峰前可謂屬「百家爭鳴」的階段，

在此之後才出現主流的發展。

下圖右則是作者以二氧化碳捕捉、儲存等相關

技術美國專利所探究出來的技術演進脈絡。如

圖所示，我們可以觀察出相關技術有三個主

要的技術路徑，分別是有關液態吸收（Liquid 

abso rp t ion）的技術、固態吸附（Physica l 

absorption）的技術、以及薄膜分離（Membrane 

separation）的技術，確實符合相關技術的實際

發展。

透過專利分析的客觀、量化方法，可以勾勒出經

的起檢驗的技術路徑來。如果能持續地觀察自我

所屬的產業的技術路徑變化，或許對技術長的研

發決策會有一定的啟發。

(本文共同執筆：管中徽 國立臺灣科技大學專利

研究所副教授)

技術長的專利策略

技術長需要對競爭對象的檢視是：他們的技術核心是什麼？會對我形

成威脅？在我的產品進化路徑上未來會有技術碰撞或衝突嗎？
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N E W S  A N A L Y S I S

2021年國際固態電路會議（International Solid-State Circuits 

Conference；ISSCC），今年改採線上形式舉辦。儘管受到新冠疫

情的影響，無法以實體的方式進行，但仍然吸引了全球科技產

業的密切關注，理由無它，就是大家都想一窺，接下來半導體技

術究竟有什麼樣的新進展。

而今年的ISSCC也沒有讓大家失望，邀請了半導體產業重量級

的人物進行線上專題演講，包含台積電（TSCC）董事長劉德音，

以及即將與AMD合併的Xilin執行長Victor Peng。

不過市場最關注的還是台積電究竟要講些什麼。因為他們的

製程技術的演進，已經直接影響了未來的裝置與系統的設計方

向。

總結劉德音的演講內容，就是未來半導體製程技術仍將會持續

的演進，但是重點並不在於微縮的製程上，儘管台積電已掌握

了3奈米以下的技術，而是在於更佳的功耗與客製化晶片整合能

力上，並朝向發展「系統等級」的效能，也就是跳脫單一晶片的

思維。

然而要達成這個目標，持續的微縮勢不可免。也因此，劉德音指

出了，「材料」、「架構」、「設備」是半導體前進下個世代的發展

關鍵。包含從FinFET轉向「Nano-sheet電晶體」、使用氮化硼和

奈米碳管、多層EUV等，讓單一晶片的效率與功耗可以進一步改

善。但這些事情單靠台積電一家公司也難以完成，因此劉德音

也強調，設備與工具的夥伴也將扮演著重要的角色。

然而對台積電來說，更重要的技術演進，則是系統晶片的整合

製造能力，因為要達成系統級的性能，多晶片的堆疊與整合才

是關鍵所在。因此劉德音特別指出了微晶片（Chiplet）的重要

性，並表示台積電於此也會有更多的著墨。

當然，台積電去年正式推出的3D IC整合製造服務「3DFabric」也

會是其重要技術方向。唯有透過多晶片的整合與堆疊，才有望

突破單一晶片的效能。而目前，台積電已經達成了稱為「12-Hi」

的12層3D堆疊製造，並持續朝向更高的I/O密度與系統輸出前

進。

然而這其中還有許多的技術挑戰待突破，包含整合時的散熱議

題，3D堆疊時的內部互連設計，以及裝置的軟體、系統、電路與

架構的設計，都會影像次世代半導體的發展。

不過這些問題，都已經被台積電標註出來了，意味著他們也正

著手相關的應對之道。所以整體來說，未來的十年內，半導體產

業仍會有十分樂觀且令人興奮的發展。(籃貫銘)

發展系統等級效能 半導體製造將更重視整合技術
跳脫發展單一晶片思維，尋求更佳的功耗與客製化能力。

TrendForce表示，原先預計在第一季起積極轉進NAND Flash 1XX層世代的筆電

SSD產品，由於OEM目前的驗證時程不如預期，導致產品無法轉進，因此目前仍

須以92/96層為主要供應。使得市場需求主要均集中在92/96層或64層等世代，

進而產生供給吃緊。該現象讓市場中優先順序最低的NAND Flash wafer首當其

衝，部分供應商甚至已在二月份調漲價格，故TrendForce第一季的價格跌幅預測

已從原先10~15%轉為大致持平。

展望第二季NAND Flash wafer市場，由於供應商將全力專注在enterprise SSD為主

的需求動能上，因而對NAND Flash wafer需求的供給減少。模組廠需求則受到控

制器IC缺貨及漲價的影響，導致訂單受到壓抑，因此在供給與需求均弱的情況

下，預估wafer價格大致持平。

TrendForce：PC動能旺 NAND Flash晶圓第一季合約價回穩
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